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※概要（Summary）： 
半導体の電気特性を調べるため真空蒸着装置を用いて

電極の形成を行った。本課題ではNi, AuGe, Ti/Auの三

種類のターゲットの蒸着を目的として Ni はリフトオフ法で、

他の二種はステンレス製シャドーマスクを用いてパターニ

ングを行う。H24年度の使用ではNiのリフトオフ条件出し

を行ったためその結果を報告する。 
 
※実験（Experimental）： 
弊社で用意したフォトレジスト付き Si 基板に真空蒸着装

置でNiを30 nm成膜した。成膜後の試料をアセトンに浸

けた後、超音波洗浄によって不要な Ni を剥離した。 
 

※結果と考察（Results and Discussion）： 
Fig. 1 と Fig. 2 に形成した電極パターンの光学顕微鏡観

察像を示す。試料上ほぼ全ての領域で設計通りの電極パ

ターンを作製できたことを確認した。Fig. 2 より最小線幅 1 
μm のラインでも切れずに成膜できている様子を見ること

ができた。 

 

Fig. 1: Microscope image of electrodes pattern after 
liftoff of Ni layer 

 

Fig. 2: The minimum pattern in fabricated electrodes. 
Line width was 1 μm.  
 

※その他・特記事項（Others）： 
今後は他の電極の蒸着や本番用の試料を用いて電気特

性評価を行う予定である。 
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